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Höhenunterschied im Holzuntergrund?
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MAPENET 150
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MAPELIGHT THERMO

  5   5     Dünnestrich – zementär 
ULTRAPLAN RENOVATION

  6   6     Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO 4 LVT

Vorteile:
•  Universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis

•  Schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim 
Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich

•  Feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich

•  Einfache Verarbeitung von MAPELIGHT THERMO dank optimaler Gebindegröße, 
leicht mischbaren Bindemitteln mit MAPEI Technologie und guter Rheologie

Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger 
Untergründe
• Leichtaufbau-System mit geringem Flächengewicht 

• Zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken

•  Zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung 
von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und 
Naturwerksteinen

Geeignete Baustellen:
•  Sanierungsprojekte in denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist

•  Bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit 
geringem Gewicht bedürfen

•  Für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken

•  Geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen mit geringer Belastung



Die Systemlösung für den leichten Ausgleich

Sanierung mit Leichtaufbau-System 
auf unebenen Holzuntergründen

UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten
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MAPENET 150
Armierungsgewebe
 · Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
 · Hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung
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ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
 · Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
 · Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge
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ULTRAPLAN RENOVATION
Dünnestrich – zementär
 · Guter Verlauf, insbesondere geeignet für das MAPELIGHT Leichtaufbau-System und 

für dünnschichtige Heizsysteme
 · Pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
 · Ausgezeichnete Untergrundhaftung, keine Zwischengrundierung auf MAPELIGHT 

THERMO erforderlich
 · Faserarmiert, für eine hohe Gefügefestigkeit im MAPELIGHT Leichtaufbau-System
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DESIGNBELAG7

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

MAPELIGHT THERMO
Leichtausgleich-Trockenmörtel
 · Einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf 

Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
 · Geringes Flächengewicht, insbesondere geeignet in der Renovierung auf z.B. bestehenden 

Holzbalkendecken, Kappendecken, etc.
 · Feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und 

Dünnestrich
 · Nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100% aus recyceltem Material und HBCD-frei
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PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Spachtelmasse + Dispersion
 · Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für 

Anspachtelungen und Anrampungen
 · Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste 

Spachtelmasse
 · Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim 

ersten Auftrag
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MAPEI GmbH  
Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de

wsd.mapei.de

MAPEI  
Technischer Support
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 771 
E-Mail awt@mapei.de


